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TRAY I NSERTED
トレー挿入状態
（SW=OPEN）

トレー排出状態
（SW=CLOSE）

TRAY EJ ECTED

詳細 B 
ｽｹｰﾙ ( 10 :  1)

4

2

B

1

T1
11

4 
 C

( CONTACT)

3

3

3

3 A

5
1. 21

16. 65 ± 0. 2

± 0. 1

± 0. 1

24
.7

5
±

0.
2

1. 33

25
.2

5
±

0.
2

0. 5

±
0.

1
± 0. 1

26
.0

5
±

0.
2

19. 28

3. 1

3. 75

± 0. 08

± 0. 1
1.

1

7-
7.

39

1 GLASS FI LLED LCP( UL94)
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4
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STAI NLESS STEEL

2 4

CONTACT( WI TH BASE FRAME)
名　　　称 個　数
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備　　考
REMARKS

1
符号
NO.

版数
VER.

年月日
D A T E CN NO. 　　　　　　　　変 更 内 容

　　　　　　　　DESCRI PTI ON
製　図

DR.
担　当
CHK.

査　閲
APPD.

承　認
APPD.

3 16/ J UN/2011 072305 THE FORM CHANGE OF LEVER Y. YOKOYAMA M. KATAYANAGI M. WATANABE

4 18/SEP/2012 003969 ADDED NOTES H. I CHI KAWA ― A. NATORI

注1. コポラナリティー0. 1mm以下とする。
注2. 底面部が金属（GND）につき、GNDパターン及びGNDビアのみ可とする。
注3. コンタクト可動部につき、パターン及びビア禁止とする。
注4. 底面部がSWコンタクトにつき、SWコンタクトパターン及びSWコンタクトビアのみ可とする。
注5. 吸着エリア
注6. FPC搭載時の補強板厚は0. 6以上とする。
注7. 本コネクタはハロゲンフリー対応製品です。
注8. 仕上　接点部　　　　　：Ni 上 Au 0. 5μ m以上
　　　　　スイッチ接点部　：Ni 上 Au 0. 1μ m以上
　　　　　結線部　　　　　：Ni 上 Au FLASH 0. 05μ m以上

NOTE1. COPLANARI TY SHOULD BE 0. 1mmMAX.
NOTE2. ONLY GND PATERN AND GND VI A HOLE I S ALLOWED I N THI S AREA.
NOTE3. NO PATERN, VI A HOLE I N THI S AREAS.
NOTE4. ONLY SW PATERN AND SW VI A HOLE I S ALLOWED I N THI S AREA.
NOTE5. VACUUM AREA
NOTE6. THE THI CKNESS OF REI NFORCEMENT BOARD I S 0. 6MI N,
      WHEN THE PRODUCT WI LL MOUNT ON FPC.
NOTE7. THI S CONNECTOR I S HALOGEN FREE CORRESPONDENCE PRODUCT
NOTE8. FI NI SH  CONTACT AREA        : Au 0. 5μ m MI N OVER Ni
              SWI TCH CONTACT AREA : Au 0. 1μ m MI N OVER Ni
              TERMI NAL            : Au FLASH 0. 05μ m MI N OVER Ni

名称( TI TLE)

( VER. )
版数

日本航空電子工業株式会社

Y. YOKOYAMA

I NDUSTRY, LTD.  

JAE Connector DIV. Proprietary.Copyright(C) 2011, Japan Aviation Electronics Industry, LTD.
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